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概要

用途

在先进半导体封装的工艺中，多被运用于Bump内部的缺陷检测
及2.5D/3D封装中，Interposer内部TSV缺陷检测等。

规格

搭载高解析度、高亮度X光源TX-320，
对产品内部的剥离、裂纹等缺陷进行自动透视检测。

支持的晶圆尺寸:12/8inch
--------------------------------------------------------------

最高解析度 0.4µ, 使用Jima Chart保证
--------------------------------------------------------------

适用领域：半导体封装Bump及TSV缺陷检测（检测能力5μ）
--------------------------------------------------------------
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